附件1

惠州市重点领域科技攻关“揭榜挂帅”发榜项目榜单
专题一、新一代电子信息

（一）新一代通信与网络

1.新一代5G智能终端射频芯片的设计集成与功耗优化

技术方向：模拟/混合、射频集成电路设计

研究内容：项目解决5G终端射频芯片“卡脖子”技术难题，研制sub-6G Hz频段功放芯片，满足更高传输速率，更高频率拓展的应用需求，实现安全可控的国产化替代，为我国5G手机终端厂商和5G技术产业发展提供技术保障；同时在射频芯片国产替代的基础上，改善5G手机移动场景下功耗高的难题。

核心指标：

针对5G技术，可输出软件和硬件结合的技术方案，达成以下具体指标：

芯片参数要求：

1.完成5G移动终端sub-6GHz频段功放芯片设计，支持NR n77/78频段、APT功能、接收支持多档增益档可调谐、支持MIPI v2.1/3.0；

2.最大线性输出功率：29dBm for n78（PC2）,饱和功率功耗＜4.5W，Tx ACLR：＜-36dBc，Tx EVM：＜2.5%，Rx G7 Gain：>15dB，Rx G7 NF：＜4.0dB；

3.除满足上述通用标准，针对北美运营商射频性能指标，通讯终端的N77/78频段PC2的功耗水平：＜350mA(忽略modem电流)，灵敏度：＜-87dBm(100M带宽/30Khz SCS)。

系统适配性要求：

1.通过算法优化对大数据场景，游戏场景，在线视频场景，数据模式下载等功耗较大的场景进行智能检测；

2.完成5G/4G的场景切换，大功耗场景识别准确率能够达到 85%以上；

3.完成终端功耗优化DOU增加两个小时以上。

揭榜方要求：

1.射频前端芯片领域具有自主核心的知识产权，有量产能力，满足我司技术和质量指标；

2.有丰富的5G芯片技术自主研发经验的团队、专业的5G芯片研发实验室和相关调试仪器设备；

3.有主持或参与完成省部级以上科研项目的经验；

4.具备5G芯片射频参数测试、软件仿真的测试和验证能力；

5.具有与行业龙头企业合作开发案例、获得过省部级科技奖项优先。

项目研发总投入：3000万元
（二）智能终端和人工智能

2.UWB精准室内定位技术的研究开发

技术方向：室内定位技术

研究内容：研究UWB技术，在距离和位置测量方面精度远大于蓝牙低功耗（BLE）和Wi-Fi ，精度达到厘米级范围，实现超精准定位。为根据环境做出决策、流程效率和安全应用提供“位置”信息，使得室内定位得到解决，轻松获取复杂环境下的定位信息。形成一套合理、完整、低成本的系统，研制出具有UWB定位功能的消费类应用产品。

核心指标：

1.实现以下功能：

（1）位置可视化：现场实景和状态可视化展示，低延迟，真实展现人员、车辆及物资位置分布，2D/3D 地图切换自如；状态可视化：可对接现场设备运行状态，将设备的运行状态可视化展示；安全可视化：不同作业区域分级展示，厂区高危区域分布一目了然；

（2）在高端酒店的智能配送环节中，通过UWB设备的精确测距能力让机器人进行楼层感知，从而完成精准配送任务；

（3）能在室内享受GPS式的定位服务，实现在大型楼宇中导航，轻松找到几厘米内的物品。

2.达到如下技术参数：

（1）工作频率为UWB常见工作频段：6GHz-8GHz；

（2）符合协议IEEE 802.15.4z HRP PHY；

（3）最大输出功率小于10dBm；

（4）检测距离精度为厘米级，角度精准度在±3°之间；

（5）具备感知单个或多个运动物体、物体位置等。

揭榜方要求：

1.揭榜方为高校、研究所等科研单位，在UWB芯片、天线及集成方面具有强大的专业人才团队；

2.在UWB芯片、天线及集成方面具有完善的硬件仿真和测试平台，可实现大规模复杂集成系统的三维电磁仿真，可完成UWB辐射功率、增益、噪声和天线方向图等的测试。

项目研发总投入：2400万元
      3.智能终端精密注塑件智能成型分析与决策系统研究开发
技术方向：智能终端与人工智能

研究内容：1.精密注塑件生产过程全要素数据感知、通信与融合问题；2.建立品质检测数据与对应物料数据、机台运行数据的闭环工业大数据库；3.基于上述闭环工业大数据库，研发人工智能学习算法，建立精密注塑件智能成型分析与决策系统，以缩短试模周期、预测性动态调整量产过程中的注塑工艺参数使之一直保持在最优状态。

核心指标：

本项目将深度挖掘上述闭环工业大数据库所能带来的高价值，提升智能制造水平，实现减员增效、提质增效、降本增效。主要核心指标如下：

1.建立上述闭环工业大数据库，用于人工智能学习算法；

2.试模时间由8周减少至3周，缩短交货期；

3.减少注塑技术人员50%以上，在同等产量下，由现在的100人减少到50人；

4.使注塑良品率由70%提升到96%；

5.降低精密注塑件制造成本20%以上。

揭榜方要求：
1.揭榜高校应是应用学科以及新兴交叉学科协调发展的全国重点大学，是“211工程”、“985工程”重点建设的国家“双一流”高校；

2.揭榜方团队具有省部级及以上高分子聚合物成型加工、人工智能科研平台，完成过省部级及以上的精密注塑件智能装备关键技术攻关类项目，具有高分子聚合物成型加工、人工智能方面的相关自主知识产品和行业应用基础。

项目研发总投入：800万元
（三）智能网联汽车

4.智能网联汽车综合PNT关键技术研究

技术方向：车联网

研究内容：本项目拟研究综合PNT关键技术，基于北斗、惯导、5G、数字信标等多源感知技术，实现端-云结合车载组合弹性定位，在成本约束条件下提高卫星定位和惯性导航部件进行DR航迹推算的组合定位精准度；研究数字信标室内外协同辅助定位技术，形成DGNSS/DR/DBT传感器组合，利用5G的通信优势及地图匹配算法，突破多源数据融合与综合定位智能算法等关键技术，有效提高城市道路复杂环境室内外无缝高精度定位水平。

核心指标：

1.终端类型：在终端内实现北斗卫星定位、惯导、5G、数字信标多功能一体化融合集成；

2.系统方案：支持云端定位辅助，包括RTK、地图匹配、数字信标等方式； 

3.多径识别功能：卫星多径信号识别剔除率大于95%； 

4.定位方式：弹性组合定位，卫星源默认支持北斗定位 

5.融合定位指标：城市道路定位全覆盖无盲区，全天候任意时间段（不低于10分钟）任意路段（不低于10公里）定位精度优于10米；

6.卫星定位精度：支持双频单点亚米级定位和片上嵌入式RTK厘米级定位和后处理厘米级高精度定位功能；

7.极端场景定位：在无GNSS条件下（如长隧道不小于5公里），系统可保持10米定位精度水平；

8.测速精度：支持车速数据接入，融合测速精度优于0.2m/s； 

9.参数标定：具备Odometer、MEMS陀螺仪参数行车自动标定功能和自动校正零偏功能；

10.室内定位：采用数字信标技术实现室内定位，定位精度小优于3米，支持室内外定位无缝化切换；

11.车载终端核心硬件成本不大于3000元。

揭榜方要求：
1.需运行情况良好，无相关的违规或不诚信的记录； 

2.需要已经在北斗定位、惯导、5G等车载应用方向有相应的技术积累或项目案例；

3.具备专业化的研究开发团队，并配备相关的研发设备，已经建立省级研发平台或企业技术中心或工程技术中心，能够在开展合作时提供技术服务工作； 

4.如属于企业，必须为专业从事卫星定位导航或智能网联汽车或高集成度芯片研发领域的内资企业；

5.如属于高校，必须为国内电子信息领域知名高校。

项目研发总投入：3000万元
（四）电子材料

5.大容量IGCT电力电子控制模块关键技术研究
技术方向：功率半导体电子控制技术

研究内容：针对IGCT控制模块的电路及其开关特性，动态响应控制性能与寄生参数，封装结构与高功率密度散热技术、检测系统及可靠性分析与评估、寿命预测及在线监测与健康分析等进行研究。通过对上述技术进行详细分析，提出可靠的技术方案，提高产品的整体性能和可靠性。产品主要解决在高压环境下采用传统的电子控制模块控制电力系统输电转换存在可靠性和安全性能差、大功率转化损耗高、不能满足大容量高压输电的应用需求等问题，通过IGCT控制模块对电力系统输电快速开关控制，满足电力系统对大功率输电、高可靠性和安全性，低损耗的应用要求，实现大容量电压变换和功率传递，可应用于高压输电、大型石化装备等领域。

核心指标：

完成大容量IGCT电力电子控制模块关键技术研究、产品开发和应用验证，实现大容量IGCT电力电子控制模块的产业化，使得本项目产品达到以下技术指标：

1.交流线电压≥3000VAC；

2.最大耐受线电压5000VAC；

3.交流电流≥2000A；

4.开关频率≥1000Hz；

5.交流频率50~150Hz；

6.检测模块精度：通态电压2.5%，电流0.5%，故障判断正确率≥90%。

揭榜方要求：

1.拥有新能源和智能电网等相关领域的技术人才队伍的国家级科研机构或高等院校，对功率半导体封装、设计和应用有一定的研究基础；

2.能提供项目研发所需的国家或省部级科研平台，项目负责人应为揭榜单位固定工作人员，能够组织有效和稳定的研发团队，有能力完成本项目提出的技术需求任务；

3.在功率半导体封装、设计和应用方面有一定的技术力量和技术储备；

4.项目团队承担过国家、省级科技研发项目，并有科技成果转化实施案例，并取得相应技术成果和经济效益；

项目研发总投入：2500万元
  6.面向Mini-LED显示用的超微小巨量焊盘PCB关键技术研发
技术方向：Mini-LED显示用的超微小巨量焊盘PCB技术

研究内容：针对间距＜P 0.5的Mini-LED直显产品，研发超微小巨量焊盘PCB关键技术，实现超高清Mini-LED显示专用PCB产品高密度化与国产化。

核心指标：

1.焊盘尺寸：60×60μm、60×80μm，精度要求：±10μm；

2.焊盘间距：40-50μm、50-60μm，精度要求：±10μm；

3.油墨平整度油墨落差：≤10μm；

4.线宽线距：50μm，精度要求：±10μm；

5.盲孔孔径：90±10μm，通孔孔径：≥0.1mm。

揭榜方要求：

揭榜方需为高校、科研院所、科技型企业等各类创新主体，具有本领域国家实验室或国家地方联合工程研究中心平台，具备完善的学科设置，能够为项目执行提供完善的理论支持。

1.具有Mini-LED样品制备平台，能够提供主流Mini-LED产品的验证；

2.主持过科技部重点研发计划或同等级别以上项目或课题，需长期从事Mini-LED显示相关领域研究工作，并在本领域获得国家及省部级以上科技奖励，在国内外重大工程应用中取得良好效果；

3.具备本领域的原创技术积累池，获得过多项专利且初具知识产权保护壁垒，产业化成果落地经验丰富，熟悉国内外相关行业、国家标准，具有相关行业、国家标准的制定经验，能够带领企业参与到相关标准的制修订中。

项目研发总投入：3000万元
（五）高端装备制造

7.新能源汽车用动力电池双面挤压涂布智能化技术及产业化

技术方向：高端装备制造

研究内容：研发高速高精的锂离子电池双面同时挤压涂布装备，重点突破非接触式和接触式模头协同的双面同时涂布技术、冲击对流与红外辐射复合干燥技术、基于涂层厚度/面密度高精度在线测量的涂布质量实时感知技术、涂布工艺智能调试技术；研发涂布工艺仿真模型与数字孪生系统，实现涂布质量与极片电化学性能的精确预测。在新能源汽车、储能等领域实现应用示范。
核心指标：

1.研发出动力电池极片双面同时挤压涂布装备，达到以下指标：

涂布速度：60m/min；

面密度均匀性偏差：1%；

极片厚度误差：1μm；

正反面对齐度：0.5mm。

2.研发出挤压涂布装备与工艺状态参数实时感知测量系统，支持极片厚度、面密度；涂布模头腔体内部流量、压力；干燥箱内部风场速度、压力、温度、湿度等10种以上参数的实时测量。

揭榜方要求：

1.揭榜方由新能源或智能制造领域相关的高校、科研院所或企业组成，且各单位之间具有良好的合作基础；

2.揭榜方具有新能源或智能制造领域研发能力的专业技术团队，团队成员需来自于新能源或智能制造领域的国家重点实验室或国家工程研究中心；

3.揭榜方负责人有丰富的项目经历，具有承担过锂离子电池极片制造工艺与装备相关的国家级项目的经验，并在该领域做出重大技术突破，获得过省部级奖励。

项目研发总投入：3000万元
  专题二、石化能源新材料

（一）石油化工与新材料

8.催化干气制甲基丙烯酸甲酯侧线试验研究

技术方向：α-乙烯法制甲基丙烯酸甲酯技术
研究内容：本项目开展以催化干气为原料采用α-乙烯两步法合成甲基丙烯酸甲酯（MMA）的侧线试验研究，建设一套催化干气制MMA的侧线试验装置，获得α-乙烯两步法的工艺技术方案以及工艺包设计的全套基础数据。

核心指标：

1.催化干气制丙酸甲酯技术：
（1）乙烯转化率≥90%，丙酸甲酯选择性≥90% ；

（2）钯催化剂转化数≥50万；

（3）催化干气制丙酸甲酯的技术方案和工艺包编制所需的全套基础数据；

（4）建设催化干气制丙酸甲酯侧线装置；
2.丙酸甲酯制甲基丙烯酸甲酯（MMA）技术：
（1）丙酸甲酯单程转化率≥30%，MMA产品选择性≥85%；

（2）MMA产品纯度≥99.5%；

（3）丙酸甲酯制甲基丙烯酸甲酯的技术方案和工艺包编制所需的全套基础数据；

（4）建设丙酸甲酯制甲基丙烯酸甲酯侧线装置；
揭榜方要求：
1.催化干气制丙酸甲酯技术：
（1）具有专家领衔的高水平研发团队，建有烯烃羰基化领域的研发平台；

（2）在烯烃羰基化反应技术方面具有较强的配体及催化剂体系研发实力，并拥有相关发明专利；

2.丙酸甲酯制甲基丙烯酸甲酯（MMA）技术：
（1）具有国家级特聘专家领衔的高水平研发团队，建有羟醛缩合领域的研发平台；

（2）在羟醛缩合反应技术上具有较强的催化剂体系研发实力，并拥有相关发明专利；

（3）具有丙酸甲酯制甲基丙烯酸甲酯中试成果。

项目研发总投入：2488万元
9.新一代高性能硅氧碳复合负极材料的规模化制备技术与装备
技术方向：硅氧碳复合负极材料的规模化制备技术与装备

研究内容：为提升锂离子电池负极材料的性能，对硅氧碳复合负极材料的合成和制备展开理论研究，实现不同维度（包括零维、一维、二维）和超细纳米硅材料的制备，最终完成高性能硅氧碳纳米复合材料的规模制备技术并开发出支持5G技术的高性能硅氧碳纳米复合材料的制备设备1套。
核心指标：

1.开发不同维度（包括零维、一维、二维）的超细纳米硅材料的制备技术，指标如下：

零维纳米硅粒径≤50nm；

一维纳米硅平均直径≤80nm、长径比≥5:1；

二维纳米硅平均厚度≤80nm；

实现50nm超细纳米硅材料的制备，纳米硅粒径≤50 nm。

2.实现高性能硅氧碳纳米复合材料的规模制备，并满足以下要求：

克容量≥550mAh/g；

首次库伦效率≥91%；

常温循环≥500周（保持率80%）；其中，硅碳单品材料克容量≥1500mAh/g，首效≥85%。

3.开发支持5G技术的高性能硅氧碳纳米复合材料的制备设备1套，设备要求如下：

（1）基于5G的生产设施以无线连接实现安全接入mes、wms等生产系统

（2）实现少人或者无人化的生产管理，生产现场数据采集时延≤50ms，

（3）上行吞吐率＞50Mbps；

（4）MES接入的边缘云工作带宽≥5Gbps；

（5）边缘云控制系统端到端控制指令时延≤20ms；

（6）单体试验设备实现产能2吨级/年；

（7）量产设备实现产能100吨级/年。
揭榜方要求：

揭榜单位具有完善的材料测试公共实验平台；

省级以上重点实验室；

具备利用天然纳米物质制备负极材料的技术基础；

（4）涉及5G应用部分，揭榜方应具备国家基础电信业务运营资质
项目研发总投入：3000万元
（二）新能源与双碳技术

10.宽温域长寿命储能电池及系统关键技术研发
技术方向：新能源储能电池技术
研究内容：针对宽温域长寿命储能电池的应用需求，开发高载流子传输特性正极材料、宽温高导电率电解液体系、硬碳包覆石墨复合负极材料等关键材料，突破宽温域长寿命磷酸亚铁锂电池制造技术，研制出宽温域长寿命储能电池。宽温域储能电池及系统主要应用于户外产品、科考仪器、高原高寒地区的储能系统等领域。
核心指标：

（1）容量：95Ah
（2）型号：方形铝壳电池，50*160*119（厚*宽*高，mm）；
（3）低温放电容量保持率：≥70%，（-40℃/25℃，0.2C）； 
（4）高温放电容量保持率：≥95%，（70℃/25℃，0.2C）；
（5）高温存储剩余容量：≥95%，（45℃，100%SOC，7天）；
（6）高温存储恢复容量：≥97%，（45℃，100%SOC，7天）；
（7）25℃循环寿命：≥10000次，（0.5C/0.5C）；（可通过倍率加速测试方法模拟电池0.5C倍率循环寿命）
（8）45℃循环寿命：≥4000次，（0.5C/0.5C）；（可通过倍率加速测试方法模拟电池0.5C倍率循环寿命）
（9）-40℃循环寿命：≥300次，（0.1C/0.1C）；（可通过倍率加速测试方法模拟电池0.5C倍率循环寿命）
（10）安全性：符合国标要求（GB/T 36276）。
揭榜方要求：希望与国内知名高校、科研院所的资深锂离子电池研发团队合作，单位具有材料、化学、新能源类国家级重点实验室和国家级测试公共实验平台，拥有研发设备5000万以上。研究团队应具备长期从事锂离子电池的研发实力和独立自主研发能力，有应用基础研究、科研成果转化的丰富经验。合作团队具有完备的电池材料、电池、电池系统的研发和中试条件。具备锂离子电池相关的物理特性、化学特性的表征评估条件，可以实现对相关材料进行检验和物化特性测试、以及实用化电池性能测试、安全性能测试的条件。
项目研发总投入：3000万元
11.离子液体催化CO2合成高纯级碳酸酯和聚酯级乙二醇新技术的研究及产业化应用
技术方向：环氧乙烷与二氧化碳反应制备高纯度碳酸酯技术
研究内容：开发环氧乙烷与二氧化碳反应新催化剂及催化剂的产业化制备方案，开发高纯度碳酸酯产品的提纯技术和产业化方案，开发低气液比低能耗反应集成新工艺，研究环氧乙烷路线制备碳酸酯联产聚酯级乙二醇的方法。

核心指标：

1.开发高效新型离子液体催化剂，环氧乙烷转化率应≥99.5%，碳酸乙烯酯选择性应≥99.0%；

2.开发低气液比低能耗反应集成新工艺，完成反应热/动力学研究，获得反应过程优化工艺参数，能耗应降低5%以上；

3.高纯级碳酸乙烯酯主含量≥99.99%，水份≤10ppm；高纯级碳酸二甲酯主含量≥99.995%，水份≤10ppm；总醇≤10ppm；聚酯级乙二醇主含量≥99.95%，220nm处紫外透光率≥75%，275nm处紫外透光率≥92%；350nm处紫外透光率≥99%。

揭榜方要求：本项目希望与国内高等院校、科研院所，或者具有碳酸酯生产成功经验的企业进行合作。对于国内高等院校或科研院所需要承担过关于碳酸酯类溶剂合成技术、高效催化CO2转化的催化剂制备等基础研究类项目，且负责人在权威网站或杂志上发表过相关论文，或者作为主导方参与过以CO2为原料制备碳酸酯溶剂类相关的产学研合作项目并成功实现成果转化，具有自主知识产权。拥有国家重点实验室等证明研发实力资质的科研机构优先。

对于企业方，企业在行业内具有一定知名度，具有碳酸酯制备技术且成功应用于产线，技术路线以CO2为原料并能实现产品输出，产品品质能达到我司设定标准以上；拥有省级以上研发中心；承担过省级以上科技计划项目并验收成功。

项目研发总投入：3000万元


